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Haibleiter-Schutzgehause fur optische Vorrichtungen 

Die Erfindung betrifft die Einkapselung optisch aktiver elektronischer Vorrichtungen 
im allgemeinen und die Einkapselung solcher Vorrichtungen auf einer Leiterplatte in 
einem vorgeformten Kunststoffgehause mit einem integrierten oder einschnappen- 
den Linsenelement in einer Wand des Gehauses zum Fokussieren eines Bildes auf 
die Vorrichtung oder zum Fokussieren des von der Vorrichtung abgestrahlten Lichts 
im besonderen. 

Nachdem elektronische optische Abbildungssysteme, insbesondere seit der Einfuh- 
rung mikroelektronischer Fotosensorelemente fur elektronische Selbstbelichtungs- 
systeme in relativ kompakten und preiswerten Kameras, heute zunehmend kom- 
pakter gebaut werden, ist es wunschenswert gewbrden, die optisch aktive integrierte 
Schaltung (IC) in Chip-on-Board-Technik auf einer Leiterplatte aus Glasfaser oder 
Keramik anzuordnen. Die Anordnung des optisch aktiven IC-Blocks unmittelbar auf 
einer Leiterplatte oder in einer Vertiefung in einer Leiterplatte bietet die Moglichkeit 
einer Verbindung mit der zugehorigen Schaltung und den zugehorigen Bauteilen zu 
einer relativ kompakten, flachen Schaltungsbaugruppe. 

Die optisch aktive Halbleitervorrichtung wird in der Regel als IP-Chip mit Hunderten 
oder Tausenden getrennter Halbleitervorrichtungen ausgebildet, die durch An- 
schluGflachen miteinander verbunden sind, die mit dunnen, zu den AnschluBflachen 
der gedruckten Schaltung fuhrenden Drahten kontaktiert werden kGnnen. Eine sol- 
che lichtempfindliche integrierte Schaltung (IC) wird in US-A-5 037 198 offenbart. 
Der Chip bzw. Block selbst ist, wie bei solchen Elementen iiblich, sehr klein. Typi- 
sche Abmessungen li gen in der GroBenordnung von maximal 3 mm (1/8 Zoll) x 3 
mm (1/8 Zoll) bei einer Dicke von maximal 0,4 mm (0.015 Zoll). Trotz ihrer geringen 
GroRe werden diese Chips bei den bekannten Vorrichtungen in Stutzkonstruktionen 



gepackt, deren GroBe die GroSe der Chips um ein Vielfaches ubertrifft, wie zum Bei- 
spiel in TO-5-Gehause mit vom Boden abstehenden Drahtverbindungsstiften, von 
den Kanten abstehenden flachen Gehausen mit Leiterbahnen und in Reihe ange- 
ordneten Gehausen aus Keramik oder Kunststoff mit an gegenuberliegenden Kanten 
abstehenden Metallzinken, die umgebogen werden, um eine Einheit zu bilden, die in 
eine Steckdose Oder unmittelbar in Offnungen in einer Leiterplatte einer gedruckten 
Schaltung oder Hybridschaltung gesteckt werden kann. 

Unabhangig von dem jewetis verwendeten Gehause haben alte bekannten Halblei- 
ter-Chips einschieBlich CCD-Anordnungen vor allem den Nachteil, daft sie zu groR 
sind und daft die Montage in einem getrennten Gehause zusatzliche Kosten verur- 
sacht Dagegen bieten die relativ kleinen Gehause Schutz gegen Umwelteinflusse 
und Handhabungsschaden und ermoglichen einen relativ ausfallsicheren Einbau. 

Um die gesamte gedruckte Schaltung oder Hybridschaltung mit den IC-Chips und 
der Leiterplatte zu miniaturisieren, sind verschiedene Verfahren vorgeschlagen wor- 
den, die es mdglich machen, auf das IC-Ghip-Gehause zu verzichten. Dazu gehort 
unter anderem auch die unmittelbare Anordnung des Chips oder Blocks in einem 
vorbereiteten Bereich der Leiterplatte und die Einkapselung an Ort und Steiie mit 
verschiedenen Harzen. In US-A-4 843 036 wird an Hand von Fig. 1 ein Verfahren 
zum Einkapseln solcher optisch aktiver IC-Chips 20 auf einer Leiterplatte 10 mit 
einer innerhalb einer den Chip 20 umgebenden Begrenzung aufgebrachten licht- 
durchlassigen Verkapselung 32 beschrieben. Die Verkapselung wird in einem visko- 
sen Zustand in dem von der Begrenzung 14 umschlossenen Bereich aufgebracht 
und anschlieliend mit ultraviolettem Licht gehartet. Die gehartete Verkapselung 32 
bildet einen als konvexe Linse fungierenden Querschnitt, der auf die optisch aktive 
Oberflache der integrierten Schaltungsvorrichtung 20 (bei den offenbarten Ausfuh- 
rungsformen eine Fotodiode) Licht fokussiert 

In US-A-4 843 036 werden des weiteren verschiedene andere vorveroffentlichte 
Patente angezogen, die Verfahren zum Einkapseln elektronischer Vorrichtungen mit 
strahlungshartbaren Polymeren beschreiben. US-A-4 635 356 beschreibt ein Verfah- 
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ren zum Einkapseln einer elektronischen Vorrichtung, bei dem ein groBes Freiform- 
Distanzstuck die auf einer strahlungsdurchlassigen Halterung angebrachten elek- 
tronischen Bauteile als Grenzwandung umgibt. Zur Bildung der fertigen Vorrichtung 
wird der Raum innerhalb der Grenzwandung mit einem strahlungshartbaren Material 
gefullt 

US-A-4 054 938 beschreibt das Einkapseln eines IC-Chips oder -Blocks. Der Block- 
trager steckt in einer Offnung in der Leiterplatte; ein Damm aus Verkapselungs- 
material bildet eine die obere Fiache der Leiterbahn kontaktierende Gehausewan- 
dung, die den IC-Chip auf vier Seiten umgibt. Ober dem Chip und den Drahten, mit 
denen dieser an AnschluBflachen auf der Leiterplatte in dem von dem Damm 
begrenzten Bereich befestigt ist, wird ein thermoplastisches Epoxidharzmaterial 
angebracht 

Eine Schwierigkeit, die bei den in diesen VorverofFentlichungen beschriebenen Ver- 
fahren auftritt, besteht darin, die Form des hartbaren Harzes oder thermoplastischen 
Epoxidmaterials so zu beherrschen, daB dieses immer eine optische Linse bildet, 
deren Formgebung geeignet ist, ein Bild auf die optisch aktive integrierte Schaltung 
zu fokussieren. Fruhere Systeme zum Umhullen optisch aktiver Lichtdetektoren oder 
Lichtemitter waren, wie beispielsweise in der Japanischen Anmeldung Nr. 58-115526 
beschrieben, im Innem des SchutzgehSuses fur die optisch aktive Halblei- 
tervorrichtung mit einem lichtdurchlassigen Fenster oder einer Linse versehen. Die in 
dem genannten japanischen Patent beschriebene Erfindung sieht eine Festkorp r- 
Aufnahmevorrichtung in einem Gehause vor, das seinerseits in der oben beschrie- 
benen Weise an einer Leiterplatte befestigt werden kann. Ober der optisch aktiven 
Flache der Festkorper-Aufnahmevorrichtung wird ein Linsenelement angebracht und 
von den Seitenwanden des Gehauses gestutzt. Zahlreiche weitere Beispiele beleg n 
die Anordnung von Linsen und Fenstern auf getrennten Gehausen fur optisch aktive 
IC-Chips, wobei die Chips oder Blocke auf Leiterplatten des Gehauses angeordnet 
und die IC-Elernente elektrisch mit AnschluBstiften verbunden sind, die ihrerseits in 
Stecker an gedruckten Schaltungen oder Leiterplatten eingefuhrt werden. 



Aus US-A-4 419 722 und US-A-4 471 414 sind ferner Schnappvorrichtungen 
bekannt, mit denen lichtemittierende Dioden (LEDs) in Offnungen in Leiterplatten 
gehalten werden, um sie einerseits zu schutzen und andererseits zu fixieren. 

EP-A-108 484 beschreibt eine Vorrichtung, bei der eine Emitter- oder Detektor- 
schaltung auf einer Platte angebracht ist. Die Emitter- oder Detektorschaltung wird in 
einer integrierten Linse aufgenommen, welche die emittierte oder empfangene 
Strahlung parallel richtet oder bQndelt. Die integrierte Linse ist an der Platte befestigt. 

GB-A-2 244 175 offenbart einen Strahlungssensor, bei dem eine Diode und elektro- 
nische Schaltungen in einem hermetisch geschlossenen Gehause angeordnet sind. 
Eine Linse schlieBt eine Cffnung im Gehause. 

Es besteht somit nach wie vor Bedarf fur eine miniaturisierte, flache und dunne ein- 
teilige elektronische Baugruppe mit einem IC-Chip oder Block (im folgenden einzeln 
und gemeinsam als Block bezeichnet), der unmittelbar auf der Leiterplatte einer 
gedruckten Schaltung oder Hybridschaltung (im folgenden einzeln und gemeinsam 
als Leiterplatte bezeichnet) angeordnet und mit einer schutzenden Linsenbaugruppe 
versehen ist, die wenig kostet, leicht zu montieren ist und eine genaue Fokussierung 
eines Bildes auf die optisch aktiven mikroelektronischen Schaltungselemente der 
integrierten Schaltung ermoglicht. 

Eine wichtige Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung 
nach Anspruch 1 zu schaffen, mit der ein optisch aktiver IC-Block unmittelbar an 
einer Leiterplatte in einem schutzenden, lichtdurchlassigen Gehause mit einer darin 
ausgebildeten Abbildungslinse montiert werden kann, derart, daB im zusammen- 
gebauten Zustand die montierte Linse bezuglich der optisch aktiven Elemente des 
IC-Blocks genau positioniert ist. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die einen optisch aktiven IC-Block mit inte- 
grierter Schaltung umhullt und auf diesen oder von diesem Licht fokussiert, wobei 
der IC-Block in einem Bereich einer Hauptflache einer Leiterplatte angeordnet ist, 



welche Leiterbahnen aufweist und mit verschaltenen Komponenten bestuckt ist, und 
der optisch aktive IC-Block mit den Leiterbahnen verbunden ist, und wobei die Lei- 
terplatte eine Vielzahl von neben dem IC-Block angeordneten Offnungen aufweist 
und die Vorrichtung folgende Komponenten umfaBt: 

eine Linse; 

ein Gehause, das den in dem genannten Bereich angeordneten IC-Block umhullt 
und in einer seiner WSnde die Linse zu deren Fokussierung auf das optisch aktive 
IC-Element des Blocks aufnimmt, wobei das Gehause Seitenwande und eine 
Deckwandung aufweist; und 

Mittel, welche mit den genannten Offnungen zusammenwirken und die Seitenwande 
des Gehauses getrennt vom IC-Block mit der Leiterplatte verbinden, wobei die ver- 
schaltenen Komponenten auSerhalb des Gehauses liegen; 

wobei 

das Gehause getrennt vom optisch aktiven IC-Block als einteilige Kunststoffkon- 
struktion ausgebildet und die Linse in der Deckwandung angeordnet ist, wobei sich 
die Seitenwande bis an Seitenwand-Kantenflachen erstrecken, die mit der einen 
Hauptfiache der Leiterplatte in Beruhrung sind, und wobei die Seitenwande die 
Deckwandung mit der uber dem IC-Block liegenden Linse stutzen, die mit dem 
optisch aktiven IC-Element des Blocks fokussiert ist 

Bei einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform werden das Linsenelement und das 
Gehause einteilig aus einem lichtdurchlassigen Material, beispielsweise Glas Oder 
Kunststoff, hergestellt. Bei einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform wird das 
Gehause aus einem lichtundurchlassigen Material mit einer Linsenaufnahmedffnung 
hergestellt und das lichtdurchlassige Linsenelement in der Offnung des Gehauses 
befestigt. 



Bei einer anderen Ausfuhrungsform sind die Mittel und das Verfahren zum Befesti- 
gen weiter dadurch gekennzeichnet, datt der von dem Gehause umschlossene 
Raum mit einer lichtdurchlassigen Dichtungsmasse gefuilt wird, die sich zwischen 
der Oberflache des IC-Chips und dem Linsenelement in der Deckwandung des 
Gehauses erstreckt. Die Seitenwande werden vorzugsweise mit Entluftungsoffnun- 
gen versehen, durch die uberschussige Dichtungsmasse entweichen kann. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform sind die Mittel und das Verfahren zum Befesti- 
gen weiter dadurch gekennzeichnet, da& eine Vielzahl von Vorsprungen in eine 
gleiche Vielzahl von Offnungen in der Leiterplatte eingrerft, wobei die Vorsprtlnge 
Sperrklinken aufweisen, die sich an Kanten der Offnungen anlegen und Seitenwand- 
Kantenflachen der Seitenwande mit der Oberflache der Leiterplatte in Kontakt hal- 
ten. . 

Vorzugsweise werden zusatzlich von den Kontaktflachen der Seitenwande ausge- 
hende Positionierstifte verwendet, die von dem Gehause abstehen und sich durch 
eine weitere Gruppe von Offnungen in der Leiterplatte erstrecken, um das Gehause 
wahrend und nach seiner Befestigung an der Leiterplatte genau zu positionieren und 
zu stabilisieren. 

Wahlweise kann die Kontaktnaht zwischen den Seitenwand-Kantenflachen und der 
Leiterplattenoberflache mit Kleber gedichtet werden. 

Bei der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung bestehen das Schutz- 
gehause und die Linse aus einer einteiligen optischen Kunststoffkonstruktion mit 
Seitenwanden, welche die Leiterplattenoberflache bertihren und von dieser abste- 
hen, wobei die Seitenwande mit Seitenwand-Kantenflachen und Positionierstiften zur 
AbstQtzung und Aufhangung des Linsenelements uber dem IC-Block und mit 
EntlQftungsoffnungen zum AbfQhren der von der Dichtungsmasse verdrangten Luft 
sowie mit Vorsprungen zum Befestigen der Seitenwand-Kantenflachen des Kunst- 
stoffteils an d r Leiterplattenoberflache versehen sind, so da& das Kunststoffteil den 
Bereich, in dem der IC-Block auf der Leiterplatte angeordnet ist, umgibt und umhullt. 



\ 




Die Vorsprunge werden an der Vorderkante vorzugsweise mit Sperrklinken verse- 
hen, die so dimensioniert sind, daft sie sich durch die Offnungen in der Leiterplatte 
erstrecken und an die gegenuberliegende Flache der Leiterplatte anlegen konnen, 
urn das Linsenelement in einem festen Abstand uber der optisch aktiven Flache des 
solcherart umhullten IC-Blocks genau zu positionieren. 

Bei der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform weist die Aufnahmeoffnung fur das 
Linsenelement einen Sitz und am Umfang angeordnete Schnappverriegelungen zum 
AndrOcken der ringformigen Kante des Linsenelements auf. Im praktischen Einsatz 
wird das GehSuse zuerst an der Leiterplatte befestigt, wahlweise mit einer 
Dichtungsmasse relativ niedriger Viskositat gefQIlt und das Linsenelement dann ein- 
schnappend gegen den Sitz und gegebenenfalls in Kontakt mit der Dichtungsmasse 
verriegelt Dabei kann das Linsenelement Dichtungsmasse durch die Entluftiings- 
offnungen drucken. Die Dichtungsmasse tragt dazu bei, alie Bauteile in ihrer Stellung 
zu halten. 

Die Erfindung wird im folgenden an Hand eines in der Zeichnung dargestellten 
AusfGhrungsbeispiels naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine Gesamtdraufsicht auf einen an einer Stelle in einem Bereich einer Leiter- 
platte und innerhalb eines einteilig ausgebildeten lichtdurchiassigen Schutz- 
gehauses mit einem darin ausgebildeten Linsenelement befestigten IC-Block; 

Fig. 2 eine perspektivische Explosionsansicht einer ersten Ausfuhrungsform des in 
Fig. 1 dargestellten einteiligen Schutzgehauses mit Leiterplatte und IC-Block; 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungform im 
zusammengebaut n Zustand; 



Fig. 4 einen senkrechten Querschnitt langs der Linien A-A in Fig. 3, der eine erste 
Ausfuhrungsform der Befestigung des Schutzgehauses an der Leiterplatte 
veranschaulicht; 

Fig. 5 eine perspektivische Explosionsansicht einer zweiten Ausfuhrungsform des in 
Fig. 1 dargestellten Schutzgehauses mit Leiterplatte und IC-Block von vorn; 

Fig. 6 eine perspektivische Explosionsansicht der zweiten Ausfuhrungsform des in 
Fig. 1 dargestellten Schutzgehauses mit Leiterplatte und IC-Block von hinten; 

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 5 und 6 dargestellten Ausfuhrungs- 
form im zusammengebauten Zustand; 

Fig. 8 einen senkrechten Querschnitt langs der Linien B-B in Fig. 7, der die Befesti- 
gung des einschnappenden Linsenelements an dem Schutzgehause und des 
Schutzgehauses an der Leiterplatte veranschaulicht; und 

Fig. 9 einen senkrechten Querschnitt langs der Linien C-C in Fig. 7. 

Die Zeichnung ist nicht notwendigerweise ma&stabsgerecht. 

In der Zeichnung der bevorzugten Ausfuhrungsfornnen der Erfindung zeigt Fig. 1 eine 
Draufsicht auf die Baugruppe 10 mit einer Leiterplatte 12, einem IC-Block 14 und 
einem einteilig ausgebildeten lichtdurchlassigen Schutzgehause 15 mit einer Linse. 
Fig. 1 soil allgemein die Anordnung samtlicher Elemente aller bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen zueinander im zusammengebauten Zustand veranschaulichen, wird 
aber im folgenden der Einfachheit halber an Hand der in Fig. 2-4 gezeigten ersten 
AusfOhrungsform beschrieben. 

Fig. 2 zeigt die Baugruppe 10 mit dem einteilig ausgebildeten Gehause 15 mit einer 
Linse in einer Stellung, in der das Gehause uber dem Bereich 17 aufgehangt ist und 
diesen umhullt. Wie der Querschnitt in Fig. 4 zeigt, werden die bevorzugten Ausfuh- 



rungsformen des Gehauses 15 kastenartig aus einem lichtdurchlassigen Kunststoff 
mit einem Linsenelement 20 in der Deckwandung 22 geformt. Im zusammenge- 
bauten Zustand fokussiert das Linsenelement 20, wie in Fig. 3 und 4 gezeigt, ein Bild 
auf die Bildaufnahmeflache 24 des IC-Blocks 14. Wie in dem eingangs erwahnten 
Patent US-A-5 037 198 beschrieben, kann die Bildaufnahmeflache 24 ein oder mehr 
lichtempfindliche mikroelektronische Schaltelemente aufweisen. 

Die in Fig. 1 gezeigte Leiterplatte 12 kann aus einer diinnen Keramik- oder Glasfa- 
serplatte mit einer Anzahl aufgedampfter oder gedruckter Leiterbahnen 16 bestehen, 
die mit einem beliebigen geeigneten Verfahren, wie zum Beispiel Dickfilm- 
beschichtung einer Leiterplatte aus Keramik oder Atzen einer Leiterplatte aus Glas- 
faser, auf die Leiterplatte 12 aufgebracht werden konnen. Die Leiterbahnen 16 kdri- 
nen an diskreten elektronischen Bauteilen 18 befestigt werden, die entweder auf 
eine keramische Leiterplatte aufgedampft und, wie aus der Herstellung von Hybrid- 
schaltungen bekannt, getrimmt werden oder diskrete Bauteile darstellen konnen, die 
mit Leitungsdrahten versehen sind, welche, wie aus der BestGckung von Leiterplat- 
ten mit diskreten Bauteilen bekannt, durch UltraschallschweiRung oder LQtung an 
den AnschluRflachen der Leiterbahnen 16 befestigt werden. 

Die Leiterbahnen 16 erstrecken sich in den in Fig. 2 im UmriB gezeigten Bereich 17 
und enden dort. Um den Bereich 17 erstreckt sich die "Stellflache" fur die Seiten- 
wand-Kantenflachen 27 der Seitenwande 26 des Gehauses 15. In dem Gehause 15 
sind zwei Vorsprtinge 28 und 30 ausgebildet, deren konisch verjungte vordere 
Enden mit Kerben und Schultern zum Einsetzen in die in der Leiterplatte 12 ausge- 
bildeten Offnungen 32 und 34 versehen sind. 

Der IC-Block 14 ist mit einer Anzahl von Stecker-Anschluftflachen 36 versehen, die 
auf beiden Seiten der Bildaufnahmeflache 24 angeordnet sind und uber Leitungs- 
drahte 38 mit an den Enden der Leiterbahnen 16 im Bereich 17 ausgebildeten 
miniaturisierten Klemmen-AnschluBflachen 40 verbunden werden konnen. Als Lei- 
tungsdrahte 38 konnen naturlich beliebige geeignete elektrische Leiter venwendet 
werden, die nach einem beliebigen geeigneten Verfahren mit den Klemmen- 



Anschlu&flachen 40 und den Stecker-AnschluBflachen 36 verbunden werden kon- 
nen. So konnen als Leiterbahnen 38 beispieisweise ultraschallgeschweiGte Drahte 
oder gelotete filmgebonderte (automatisch gegurtete) Leitungen verwendet werden. 

Die andere Flache 25 des IC-Blocks 14 wird vorzugsweise an einer vorgegebenen 
Stelle im Bereich 17 durch Aufbringen eines Klebertupfens mit vernachlassigbar 
geringer Dicke mit der Flache 13 der Leiterplatte 12 verklebt. Alternative Verfahren 
zum Befestigen des Blocks 14 an der Leiterplatte 12, beispieisweise in einer in der 
Leiterplatte 12 ausgebildeten Offnung, werden in dem eingangs erwahnten Patent 
US-A-4 054 938 beschrieben. 

Das mit einer Linse versehene einteilige Gehause 15 ist so ausgebildet, daft das 
konvexe Linsenelement 20 uber dessen Deckwandung 22 ragt Die Hohe der Sei- 
tenwande 26 und die Form des Linsenelements 22 werden je nach Dicke und Posi- 
tionierung des montierten IC-Blocks 14 so gewahlt, daft ein Bild auf die lichtempfind- 
liche Oberflache 24 fokussiert wird. Erfindungsgemad ersetzt das mit einer Linse 
versehene lichtdurchlassige einteilige Gehause 15 die in dem eingangs erwahnten 
Patent US-A-4 843 036 beschriebene Verkapselung und Begrenzung. AusfQhrung 
und Arbeitsweise des mit einer Linse versehenen einteiligen Gehauses 15 werden 
im folgenden an Hand der in Fig. 3 - 6 dargestellten bevorzugten Ausfuhrungsfor- 
men beschrieben. 

Fig. 3 und 4 zeigen eine perspektivische Ansicht im zusammengebauten Zustand 
und einen seitlichen Querschnitt der ersten Ausfuhrungsform der Befestigung des 
mit einer Linse versehenen einteiligen Gehauses 15 durch Einsetzen der Vorsprunge 
28 und 30 in die Offnungen 32 und 34 der Leiterplatte 12, urn die Seitenwand- 
Kantenflachen 27 an der Leiterbahnfiache 13 zur Anlage zu bringen. Die Befestigung 
wird durch Einsetzen der Positionierstifte 21 und 23 in die Aufnahmectffnungen 31 
und 33 erleichtert und verstarkt. Die Stifte 21, 23 sind etwas langer als die 
Vorsprunge 28, 30. Da die Stifte 21, 23 in die Offnungen 31, 33 eingefuhrt werden 
mussen, bevor die Vorsprunge 28, 30 in die Offnungen 32, 34 einges tzt und verrie- 
gelt werden konnen, dienen sie bei der manuellen oder automatischen Bestuckung 



als Bezugspunkte. Die durch Einsetzen der Stifte 21, 23 und der Vorsprunge 28, 30 
in die entsprechenden Offnungen 31, 33 und 32, 34 hergestellte Vierpunktbefesti- 
gung stabilisiert die Bestuckung und verhindert ein unbeabsichtigtes Losen des mit 
einer Linse versehenen Gehauses 15 bei spateren Handhabungs- und Fertigungs- 
vorgangen. 

Die Vorsprunge 28 und 30 stehen von der Deckwandung 22 des mit einer Linse ver- 
sehenen Gehauses 15 ab und bilden flexible Schenkel, die sich mit konisch ver- 
jiingten Sperrklinken 22 und 44 an den Kanten an eine Flache der Leiterplatte 12 
anlegen, um das Gehause 15 in seiner Stellung zu verriegeln. Wie in Fig. 2-4 
gezeigt wird das Gehause 15 Qber dem Bereich 17 positioniert. Dabei werden die 
Vorsprtlnge 28 und 30 in die Offnungen 32 und 34 gedriickt, bis die Sperrklinken 42 
und 44 an den Kanten der Offnungen 32 und 34 einschnappen. Wenn das Gehause 
1 5 auf diese Weise befestigt worden ist, bertlhren die Seitenwand-Kantenflachen 27 
die Leiterplatte 12 im Bereich 17. Infolgedessen wird das in der Deckwandung 22 
ausgebildete Linsenelement 20 von den Seitenwanden 26 in einem vorgegebenen 
Abstand uber der lichtempfindlicheh Flache 24 gehalten, so daU das von einem Bild 
abgestrahlte Licht von der Linse 20 auf die Flache 24 fokussiert wird. 

Zur Minimierung der Reflexion von Streulicht durch die SeitenwSnde 26 auf die Fla- 
che 24 konnen die SeitenwSnde 26 innen Oder auSen oder innen und auRen mit 
einer lichtundurchlassigen Beschichtung oder Lackierung versehen werden. 

Fig. 5-9 zeigen Ansichten einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung, bei der 
ein diskretes Linsenelement 120 als getrenntes Teil ausgefuhrt ist, das an einem 
Gehause 115 befestigt werden soli. Bei dieser Ausfuhrungsform wird das Gehause 
115 vorzugsweise aus einem lichtundurchlassigen Kunststoff geformt, der verhind rt, 
daB Streulicht unbeabsichtigt durch die Seitenwande 26 auf die lichtempfindliche 
Flache 24 g lenkt wird. Das mittig angeordnete diskrete Linsenelement 120 ist mit 
einer ringformigen Kante 121 versehen, die sich an einen in einer Linsenfassung 122 
ausgebildeten und die Linsenoffnung 130 in der Deckwandung 22 umgebenden 
Ringsitz 128 anlegt. Die Fassung 122 ist mit zwei flexiblen Verriegelungen 124 und 



126 versehen, welche die Kante 121 gegen den Sitz 128 driicken und Offnungen 
132 und 134 (in Fig. 6 sichtbar) zugeordnet sind. Die Ausfuhrung des Gehauses 115 
und dessen Befestigung an der Leiterplatte entsprechen im ubrigen der ersten 
Ausfuhrungsform. 

Bei beiden Ausfuhrungsformen werden die Seitenwand-Kantenflachen 27 von vier 
ebenen Flachen (in Fig. 6 sichtbar) gebildet, die in den vier im UmriS gezeigten, den 
Bereich 17 (siehe Fig. 2) umgebenden "Stellflachen" 27* an der Leiterplattenflache 
13 anliegen. Wenn eine starkere Befestigung gewunscht wird, kann in den von den 
Seitenwand-Kantenflachen 27 bertihrten Stellflachen 27' um den Bereich 17 auf der 
Flache 13 der Leiterplatte 12 ein Kleber aufgebracht werden. Im zusammengebauten 
Zustand (siehe Fig. 3 und 7) wird der Kleber in den Stellflachen der Seitenwand- 
Kantenf&chen 27 und um die Offnungen 32, 34 sowie die Stiftaufnahmenoffnungen 
31, 33 von den Seitenwand-Kantenflachen 27 zusammengedrQckt und herausge- 
preSt. Zur Vereinfachung der Fertigung kann der Kleber stattdessen als Kehlnaht 54 
am Umfang der Seitenwand 26 auf die Flache 13 aufgetragen werden, wie bei- 
spielsweise in Fig. 4 und 9 gezeigt. 

Die Erfindung sieht vor, daft die durch die oben beschriebene Konfiguration der Vor- 
sprunge 28, 30 und Positionierstifte 21, 23 gebildete Einschnappbefestigung der 
Gehause 15, 115 fur die meisten Anwendungsfalle mit oder ohne Kleber ausreicht, 
das Gehause 15 in seiner Stellung zu halten. Bei einer weiteren, ebenfalls in Fig. 7 
und 8 dargestellten Ausfuhrungsform der Befestigung kann der Raum 50 in den 
Gehausen 15, 115 jedoch ganz oder teilweise mit einem transparenten, mit ultravio- 
lettem Licht hairtbaren Material, beispielsweise dem von NORLAND Products, Inc. 
als "NORLAND 63" angebotenen dielektrischen Polymer oder einem anderen 
geeigneten, lichtdurchlassigen und farblosen Epoxidharz, gefullt werden. Die 
zusatzliche Verkapselung 52 tragt zur weiteren Stabilisierung der Befestigung des 
Blocks 14, der Drahte 38 und der Gehause 15, 115 sowie des diskreten Linsenele- 
ments 120 bei, weil diese Teile dann aneinander haften. 



In der Praxis wurd das relativ zahflOssige Polymer in einer Masse uber dem IC- 
Block 14 aufgebracht oder in den Raum 50 gefullt und, wie in Fig. 7 und 8 gezeigt, 
von dem daruber eingesetzten Kunststoffgehause 115 zusarnmengedrtickt werden. 
Dabei ist Sorgfalt geboten, urn die Bildung von Blasen oder Lucken im Lichtweg 
zwischen der Linse 20, 120 und der lichtempfindlichen Flache 24 zu vermeiden. 

Aus den dargestellten Ausfiihrungsformen ist ferner ersichtlich, daB durch zwei erste 
einander gegenuberliegende Seitenwande 26 Entluftungsoffnungen 46 und durch 
die anderen beiden einander gegenuberliegenden Seitenwande 26 Entluftungsoff- 
nungen 48 geschnitten sind. Durch diese Offnungen kann eingeschlossene Luft mit 
einem Teil der Verkapselung 52 entweichen. Dadurch werden die EntlQfungsOffnun- 
gen, wie beispielsweise in Fig. 7 und 8 gezeigt, verschlossen. Bei der zweiten Aus- 
fuhrungsfdrm kann ein Teil der Verkapselung auch in die Offnungen 132 und 134 fur 
die Verriegelungen eindringen und einen Teil der Linsenelementkante 121 beruhren. 
Statt der in der Zeichnung gezeigten Entluftungsoffnungen 46 und 48 konnen 
natGrlich auch massive Seitenwande verwendet werden, die den Innenraum 50 dicht 
verschlie&en. 

Die Verwendung des starren, abgestiltzten, in dem Gehause 15 ausgebildeten Lin- 
senelements 20 oder des einschnappend in dem Gehause 115 befestigten ge- 
trennten Linsenelements 120 erleichtert die Fertigung und erhoht die Produktion von 
Schaltungsbaugruppen mit einem einwandfrei fokussierten Linsenelement. 

Die Erfindung schafft somit eine Vielzahl von Ausfuhrungsformen zur Befestigung 
der Gehause 15, 115 an der Leiterplatte 12, die einen unmittelbar auf oder in der 
Leiterplatte angeordneten und mit einem Linsenelement zum Fokussieren eines Bil- 
des auf seine lichtempfindliche Flache versehenen optisch aktiven IC-Block urnhul- 
len und gegenuber den bekannten Vorrichtungen erhebliche Verbesserungen und 
Vorteile bi ten. Die hier beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten Aus- 
fuhrungsformen sollen lediglich die Grundgedanken der Erfindung veranschau lichen 
und nicht auf die spezifische Form des Gehauses oder die Anzahl und Konfiguration 
der Befestigungsmechanismen begrenzt sein. 



In der Zeichnung sind die Linsenelemente in der Deckwandung 22 des Gehauses 
15, 115 angeordnet. Stattdessen konnen die Linse und geeignete optische Licht- 
fuhrungen oder Linsenelemente jedoch auch so angeordnet werden, daB das Lin- 
senelement auf eine Seitenwand 26 gerichtet ist, um das Licht im rechten Winkel auf 
die lichtempfindliche Flache 24 zu fokussieren. 

Der IC-BIock wurde hier als Hchtempfindliches Halbleiterelement oder Anordnung 
von Halbleiter-Elementen beschrieben. Die Erfindung kann jedoch auch mit anderen 
miniaturisierten optisch aktiven Vorrichtungen, einschlieRlich LED- und anderer licht- 
und strahlungsemittierender Vorrichtungen, verwirklicht werden. 

Die Erfindung ist naturlich nicht auf die hier dargestellten und beschriebenen bevor- 
zugten Ausfuhrungsformen begrenzt, da sie dem Fachmann zahlreiche Modifikatio- 
nen, Anderungen, Abwandlungen, Ersetzungen und Aquivalente nahelegt. 



EPA 93 420 347,2 



Patentanspruche 

1. Vorrichtung, die einen optisch aktiven IC-Block (14) mit integrierter Schaltung 
umhullt und auf diesen Oder von diesem Licht fokussiert, wobei der IC-Block in 
etnem Bereich (17) einer Hauptflache einer Leiterplatte angeordnet ist, welche 
Leiterbahnen (16) aufweist und mit verschaltenen Komponenten bestuckt ist, 
und der optisch aktive IC-Block mit den Leiterbahnen verbunden ist, und vwoLei 
die Leiterplatte eine Vielzahl von neben dem IC-Block angeordneten Offnungen 
(32, 34) aufweist; die Vorrichtung umfaSt folgende Komponenten: 

- eine Linse (20); 

- ein Gehause (15), das den im Bereich (17) angeordneten IC-Block (14) um- 
hullt und in einer seiner Wande die Linse (20) zu deren Fokussierung auf das 
optisch aktive IC-Element des Blocks aufnimmt, wobei das Gehause Seiten- 
wande (26) und eine Deckwandung (22) aufweist; und 

- Mittel (28, 30), welche mit den Offnungen (32, 34) zusammenwirken und die 
Seitenwande (26) des Gehauses getrennt vom IC-Block mit der Leiterplatte 
verbinden, wobei die verschaltenen Komponenten (18) auBerhalb des Gehau- 
ses liegen; 

dadurch gekennzeichnet, daft 

das Gehause (15) getrennt vom optisch aktiven IC-Block als einteilige Kunst- 
stoffkonstruktion ausgebildet und die Unse (20) in der Deckwandung (22) ange- 
ordnet ist, wobei sich die Seitenwande (26) bis an Seitenwand-Kantenflachen 
erstrecken, die mit der einen Hauptflache der Leiterplatte (12) in Beruhrung sind, 
und wobei die Seitenwande (26) die Deckwandung (22) mit der fiber dem IC- 
Block (14) liegenden Linse (20) stutzen, die mit dem optisch aktiven IC-Element 
des Blocks fokussiert ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS das Gehause fol- 
gende Komponenten aufweist: 

- ein diskretes Linsenelement (120) mit einer ringformigen Kante (121) und 
einer optischen Linse; und 



- ein diskretes Stutzgehause (115) mit den Seitenwand-Befestigungsmitteln und 
einer um eine Offnung in einer Wandung herum ausgebildeten Linsenfassung 
(128) fur die Aufnahme und Halterung der Linse nach Befestigung der Sei- 
tenwande (26) auf der Leiterplatte. 

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Linsenfassung 
folgende Kompohenten aufweist 

- einen RingsHz (128) zum Aufnehmen der ringformigen Kante (121); und 

- Verriegelungsmittel (124, 126), welche die rir.gfermige Kante gegen den 
RingsHz drQcken. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Sertenwande (26) des Gehauses m'rt Seitenwand-Kantenflachen (27) versehen 
sind und die Befestigungsmittel folgende Komponenten aufwetsen: 

- eine Vielzahl von Vorsprungen (28, 30), welche von den Seitenwanden des 
Gehauses abstehen, und eine entsprechende Vielzahl der Offnungen (32, 34) 
in der Leiterplatte, wobei die Vorsprunge (28, 30) Sperrklinken (42, 44) auf- 
weisen, die so ausgebildet sind, daB sie in die Offnungen eingreifen und die 
Seitenwand-Kantenflachen (27) mit der Le'rterplattenoberflache (12) in Kohtakt 
halten. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Befestigungsmittel folgende Komponenten aufweisen: 

- eine Vielzahl von Positionierstiften (21, 23), welche von den Seitenwand- 
Kantenflachen (27) des Gehauses abstehen; und 

- eine entsprechende Vielzahl von Offnungen (31 , 33), die sich durch die Lei- 
terplatte hindurch erstrecken, in einer Anordnung, welche so ausgelegt ist, 
daB diese die Vielzahl der Position ierstifte (21 , 23) aufnehmen. 
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